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项目榜单

榜单名称 基于可重构数据流架构的高性能AI芯片研发

行业领域 人工智能 专业方向 智能芯片

(计划)启
动时间

2024年4月1日 计划完成时间 2027年3月31日

榜单提出目

的

1.重要性

首先，本项目将可重构数据流方法从单芯片扩展到多片多机的集群系统，使可重构数据流架构的高
芯片利用率特性可以扩展到大规模应用。使用多个芯片支持单个大型模型是未来的趋势，而大多数
现有产品只是将现有的网络栈应用于芯片。本项目将针对大型数据中心的数百/千个互连芯片设计

协议和拓扑，这是国内首次尝试解决数据中心规模的大模型问题。

其次，本项目将创建一个编译工具链生态来支持各种顶层人工智能框架和更多的第三方独立开发者
。项目的解决方案不是融入CUDA的现有生态，而是替换CUDA，同时保持现有算法开发人员的编

程习惯和开发环境的灵活性。

2.必要性

面对国际在产品和软件生态方面已经形成的明显竞争优势，只有通过架构创新才能打破当前头部企
业对于人工智能算力芯片的垄断态势，并且国际主要AI优势初创企业也走上了相同的道路。跟随国

际企业技术路线，不可避免会陷入国外技术垄断的困境中。数据流架构芯片不再跟随国际企业已有
技术路线，通过底层架构创新，不依赖先进制程工艺，能够基于国内可量产工艺，打造性能更高、
成本更低的算力芯片产品，支撑我国人工智能产业跨过“算力天堑”，实现“算力自由”。

榜单任务内

容

1.拟解决的问题

针对工艺受限条件下如何满足数据中心AI应用以及大模型应用快速增长的算力需求的问题，本项目

将设计研发一种基于创新性数据流架构的高性能AI计算加速芯片，并基于该加速芯片开发配套的软

件工具链，进而设计支持多芯片并行的计算系统，从而提供完整的算力解决方案。

2.技术指标

项目总体目标是完成基于数据流架构的高性能AI芯片研发，采用12nm工艺，实现128TOPS的INT8
算力和64TOPS的FP16算力，芯片利用率峰值达到90%，并基于该芯片开发与之配套的以及面向多

种场景的高性能数据流工具链和适应多卡及多机互联的应用系统。

3.产业化指标

项目实施期最后一年，将开展基于芯片的AI加速产品的销售工作，考虑产品导入周期及产品单价，

预计收入不低于2000万元。预计在项目结束后3年内，基于本项目芯片的产品销售额将超过3亿元。
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榜单效益目

标

随着人工智能在产业数字化进程中从“单点突破”迈向“泛在智能”，一个以数字化、网络化、智
能化为特征的智慧社会正加速到来。AI算力作为人工智能的基石，是算力网络构建多要素融合新型

信息基础设施的关键领域，已成为数字经济高质量发展的核心引擎。

AI芯片已经在智慧电力、智能制造、智慧城市等诸多领域产生了爆发式的应用。AI芯片的需求量也

呈快速增长趋势，亿欧智库统计数据显示，预计2023年中国AI芯片市场规模将达到1038.8亿元，

2024年中国AI芯片市场规模将达到1405.9亿元，2025年将达到1780亿元，是一个前景巨大且飞速增

长的市场。

当前国内AI芯片市场超过千亿规模，以芯片3-5年的产品周期和项目单位的客户积累及整体市场情

况，预计在项目结束后3年内，基于本项目芯片的产品销售额将超过5亿元。

随着大模型的飞速发展，各个产业对于人工智能愈发重视。在当前形势下，广东省可发挥CAISA芯
片优势，“盘活一子，带动全产业链”：解决算力瓶颈，吸引龙头企业的战略新产品、新业态、新
兴企业落地广东，共同打造基于创新架构的人工智能产业生态，催生新的独角兽企业，并最终建设
成为国内人工智能产业生态高地。


